Zalacznik nr 2 do SWZ - Opis przedmiotu zamoéwienia

A. Nazwa Urzadzenia.

Urzadzenie do potautomatycznego montazu chipdw podtprzewodnikowych

B. Gléwne zastosowania Urzadzenia.

Urzadzenie do pétautomatycznego montazu chipéw potprzewodnikowych jest uzywane montowania chipow
do podstawek, ptytek podtozowych, ptytek posrednich (interposer). Urzadzenie umozliwia montaz technikami
lutowania (lutami twardymi AuSn, SAC i migkkimi indowymi), termokompresji, ultratermokompres;ji,
termokompresji, Klejenia.

C. Czesci skladowe Urzadzenia/systemu (jesli mozliwe jest ich wyodrebnienie). Spis czeSci i materialow
eksploatacyjnych, z ktorymi ma by¢ dostarczone Urzadzenie.

1. System pozycjonowania optycznego z dwoma kamerami
2. System wizyjny do obserwacji procesu montazu z boku.
3. Automatyczna regulacja powigkszenia i przesuwu kamery
4, Cyfrowy system naktadania obrazéw podtoza i chipu z systemem obrazowania.
5. Ruchomy stolik roboczy o polu roboczym min. 300 x 150 mm.
6. Stolik roboczy umozliwia ruch w osiach x y i z oraz obro6t co najmniej +/- 9°
7. Ruch stolika w osi z sterowany automatycznie komputerowo.
8. Elementem stolika roboczego jest ptyta podgrzewajaca 0 rozmiarze 50x50 mm
9. Modut do montazu w atmosferze ochronnej (argon, azot lub HaNy) wspotpracujacy z ptyta
podgrzewajaca
10. Modut dyspensera do precyzyjnego nanoszenia klejow i past
a. Sterowany komputerowo czas i szybkos¢ dozowania
b. Dozownik typu czas-cisnienie
c. Praca z pastami i klejami w strzykawkach 3 cm®i 5 cm?®
d. Kamera obserwacyjna do monitorowania dozowania pasty lub Kleju.
e. Chlodzona koncéwka (igta)
11. Modut utwardzania klejéw promieniowaniem UV
12. System pobierania chipu pocietego podtoza o $rednicy 200 mm na ramie
13. System pobierania chipéw z opakowan typu gel-pak i tacek VR o rozmiarze 2” i 4”
14. Glowica do podnoszenia i pozycjonowania chipéw z mozliwoscia grzania narzedzia
15. Gtowica do podnoszenia i pozycjonowania chipéw z mozliwoscig montazu ultrakomprasyjnego
16. System automatycznego wymiany narzedzi:
a. Umozliwia prace z co najmniej 4 narzedziami
17. Modut do obracania chipéw 0 rozmiarze nie mniejszych niz 10x10mm
18. Narzedzia do montazu z wykorzystaniem podgrzewanej gtowicy — co najmniej 3 szt.
19. Narzedzia do montazu z wykorzystaniem gltowicy do montazu ultrakompresyjnego —Co najmniej
2 szt.
20. Oprogramowanie umozliwiajace sterowaniem wszystkimi modutami
a. Komputer PC z panelem dotykowym, z mozliwoscig obstugi w rekawiczkach nitrylowych
jako interfejs uzytkownika do oprogramowania sterujgcego systemem
b. Zarzagdzanie kamerami i o$wietleniem
c. Weryfikacja pozycjonowania chipu wzglgdem podtoza z funkcjg rozpoznawania wzoréw
d. Kontrola sity nacisku narzedzia
e. Kontrola przeptywu gazéw procesowych
f.  Kontrola podci$nienia.
g. Kontrola glowicy do montazu z grzanym narzedziem — temperatura, szybko$¢ grzania,
nacisk
h. Kontrola gtowicy do montazu ultrakompresyjnego — moc ultradzwigkéw, czas procesu,
nacisk
i. Dokumentowanie procesu montazu
j.  System operacyjny: zainstalowany system operacyjny Windows 11 Professional PL 64-bit
lub rownowazny. Parametry rownowaznosci:
i. Zainstalowany system niewymagajgcy recznego wpisywania klucza licencyjnego i
aktywacji za pomoca telefonu lub Internetu;
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ii. Pelna integracja z domena Active Directory MS Windows (posiadang przez
Zamawiajacego) oparta na systemie Windows Server 2012;

ili. Zarzadzanie komputerami poprzez Zasady Grup (GPO) Active Directory MS
Windows (posiadang przez Zamawiajacego), WMI;

iv. Pelna integracja z VPN FortiClient, Microsoft Office 365, Exchange 2019;

v. Graficzny interfejs w jezyku polskim i/lub angielskim

vi. Wszystkie w/w funkcjonalno$ci nie moga by¢ realizowane z zastosowaniem
wszelkiego rodzaju emulacji i wirtualizacji Microsoft Windows 11;

vii. W przypadku systemu operacyjnego rownowaznego nalezy podaé jego nazwe w
ofercie oraz zalaczy¢ oswiadczenie i dokumenty potwierdzajagce rdwnowazno$é
systemu operacyjnego (dokumenty te stanowia integralng oferty i nie podlegaja
uzupetnieniu).

k. Odzyskiwanie systemu operacyjnego: partycja recovery lub dotgczony nosnik zewnetrzny,
umozliwiajacy przywrocenie systemu operacyjnego do stanu poczatkowego.

. Whbudowana karta sieciowa ze ztgczem RJ-45 1000 Mb/s z obstuga IEEE 802.1x.

m. W przypadku braku mozliwosci dostarczenia komputera z systemem operacyjnym opisanym
powyzej zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ uzycia komputera posredniczacego w
komunikacji z urzadzeniem spetniajagcego opisane wymagania.

21. Komputer do sterowania urzadzeniem dopasowany do pracy w laboratorium czystym (clean-
room) i obstugi w rekawiczkach

22. Stot systemowy do urzadzenia przystosowany do laboratorium typu clean-room.

23. Krzesto obrotowe do laboratorium clean-room (ISO 6) — 3 szt.

24, Zestaw serwisowy obejmujacy:

a. Stacja lutownicza 3 kanatowa serwisowa:
i. Sterowanie jednocze$nie kazdym z podtaczonych narzedzi
ii. Automatyczne rozpoznawania podtgczonego narzedzia
iii. Whbudowana pompa (ci$nienie i podci$nienie)
iv. Lutownica o mocy co najmniej 110W z grotem i podstawka
V. Rozlutownica podcisnieniowa o mocy co najmniej 110W z dysza i podstawka
vi. Lutownica na gorace powietrze o mocy co najmniej 190W z dyszami i podstawka
Vii. Zestaw grotow srubokretowych do lutownicy o rozmiarach 1,6 mm, 0,8mm 3,2
mm
viii. Zestaw dysz do rozlutownicy o rozmiarach 1 mm, 1,8 mm, 3 mm.
iX. Mikrolutownica o mocy co najmniej 35W z 3 grotami i podstawka
X. Plyta grzewcza 0 mocy co najmniej 75W powierzchni co najmniej 70x50 mm i
zakresie pracy lepszym niz 60-200 °C
b. Jednostanowiskowy odciag oparow lutowniczych:
i. Wydajnoé¢ co najmniej 25 m3/h
ii. Podswietlane pole robocze
iii. Wyposazony w wymienne filtry
iv. Zapasowy filtr
V. Sygnalizacja zuzytego filtra
Mata ESD o wymiarach nie mniejszych niz 80x50 cm
Szczypce plaskie ESD o dlugosci 120 mm
Cegi boczne ESD o dlugosci 115 mm do drutéw miedzianych o $rednicy do 1,5mm.
Mikroskop stereoskopowy na statywie
i. Powigkszenie regulowane ptynnie w zakresie lepszym niz 5-25x
ii. Odleglto$¢ robocza wigksza niz 200 mm
iii. Oéwietlacz LED
iv. Statyw umozliwia montaz mikroskopu pod katem i ruch w zakresie do 1m i
wysokos$ci do 65 cm
g. Lampa z lupg na statywie
i. Powigkszenie 2.75x
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ii. Os$wietlacz LED
h.  Stoét do stanowiska serwisowego przystosowany do laboratorium typu clean-room (I1SO 6)
25. Wykonawca zapewnia dostep do czesci zamiennych do urzadzenia przez co najmniej 7 lat od

dostarczenia urzadzenia.
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26. Transport, wniesienie oraz instalacja urzadzenia w tym podtaczenie do wszystkich niezbgdnych
mediow (proznia, sprezone powietrze, azot gazowy, wyciagi, kanalizacja, woda chtodzaca oraz
zasilanie elektryczne) jest po stronie wykonawcy.

D. Minimalne akceptowane parametry techniczne (zaréwno samego Urzadzenia, jak i elementéw
wyposazenie dodatkowego), jakie powinno spelnia¢ zamawiane Urzadzenie.

1. Doktadnos¢ pozycjonowania 0,5 pm.
2.  Mozliwo$¢ montazu komponentow o rozmiarach 30x30 um do 100x100 mm
3. Rozdzielczo$¢ ruchu stolika roboczego 1 um w zakresie 8 mm.
4. Plyta grzewcza 50x50 mm sterowana komputerowo:

a. Zakres temperatury 40-450 °C z rozdzielczo$cig nie gorsza niz 1 °C

b. Szybkoé¢ grzania od 1 do 25 °C/s
5. System pobierania chipu pocigtego podtoza o $rednicy 200 mm na ramie:

a. Umozliwia prace z podtozami o chipami rozmiarach mniejszych niz 100x100 pm i wigkszych

niz 10x10 mm.
b. Umozliwia podejmowanie chipu o w/w wymiarach z podlozy pdtprzewodnikowych o
$rednicach 50 mm, 100 mm, 150 mm, 200 mm zamocowanych na ramach o rozmiarze 200 mm.

6. Modut dyspensera pasty i kleju:

a. Kontrola objetosci dozowanego medium w zakresie nie gorszym niz 0,002-5 mm?3

b. Kompensacja poziomu napetnienia strzykawki

c. Raster dozowanego medium lepszy niz 500 pm.
7. Glowica do montazu chipoéw z funkcjg podgrzewania o mocy co najmniej 300W i regulowana szybkoscia

grzania w zakresie 1-20 °C/s
a. Kontrola sity nacisku narzedzia w zakresie do 500 N:
i. W zakresie do 40 N z rozdzielczo$cig do 0.2 N
ii. W zakresie do 500 N z rozdzielczo$cia 1 %.

8. Gtowica do podnoszenia i pozycjonowania chipéw z mozliwo$cig montazu ultrakomprasyjnego:

a. Moc ultradzwigkéw regulowana w zakresie lepszym niz 0,1-35 W

b. Automatyczne dopasowanie czg¢stotliwosci rezonansowej do zamocowanego narzedzia

c. Kontrola sity nacisku w zakresie do 200 N

E. Nietypowe parametry Urzadzenia i/lub jego wyposazenia istotne ze wzgledu na sposob uzytkowania,
czy instalacje. Wymagania co do wymiaréw i wagi Urzadzenia.

1. Urzadzenie musi by¢ kompatybilne z klasa czystosci pomieszczenia 1SO 6.

2. Wymiary poszczeg6lnych elementow Urzadzenia musza umozliwia¢ ich transport wewnatrz budynku do
miejsca instalacji Urzadzenia przez drzwi o wymiarach otworu: szerokos¢ 157 cm i wysokos¢ 205cm.

3. Wymiary Urzadzenia w stanie gotowym do pracy musza uwzgledniaé wysokos¢ przestrzeni migdzy sufitem
podwieszanym i podniesiong podtoga, ktora wynosi 270cm.

4. Wymiary zmontowanego Urzadzenia wraz z jego strefg serwisowa musza mie$ci¢ si¢ wewnatrz
wyznaczonych linii ograniczajacych powierzchni¢ posadowienia Urzadzenia zaznaczonych na planie
rozmieszczenia urzadzen (miejsce posadowienia Urzadzenia opisane w punkcie ).

5. Maksymalna waga Urzadzenia musi uwzgledniaé przyjete maksymalne obcigzenie uzytkowe wynoszace 5
kN/m2.

6. Sposdb montazu elementow wyposazenia Urzadzenia musi by¢ przeprowadzony w sposéb minimalizujgcy
przenoszenie drgan na konstrukcje¢ budynku.

7. Wykonawca musi dysponowaé laboratorium wdrozeniowym, w ktorym testuje i opracowuje nowe
technologie, ktorego wyniki sg dostepne dla klientow kupujacych urzadzenia, ktoérych te technologie dotycza.
8. Laboratorium wdrozeniowe Wykonawcy zestawu urzadzen musi takze oferowaé wsparcie technologiczne, a
w przypadkach opracowywania przez Zamawiajacego nowych technologii petni¢ role partnera na podstawie
sformutowanej na t¢ okoliczno$¢ umowy o wspoélpracy.

F. Parametry techniczne instalacji i mediow technicznych dostepne w miejscu instalacji Urzadzenia.

W pomieszczeniu instalacji 4.36 przewidziano nastepujace media:

- centralny N2 — azot gazowy

- centralny Ar — argon gazowy

- centralne, sprezone powietrze

- centralna préznia - (nie dla celow realizacji proceséw technologicznych, ale np. dla
manipulatorow/chwytakow podci§nieniowych)
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H. Kryteria odbioru Urzadzenia. Minimalne wymagania na uzyskane rezultaty w testach Urzadzenia u
Producenta i po zainstalowaniu, wraz ze zdefiniowaniem metod pomiarowych, materialéw uzytych do
pomiaréw oraz parametrow urzadzen pomiarowych uzytych do testow.

Odbidér Urzadzen jest dwuetapowy. Etap pierwszy polega na wykonaniu ponizszych testow u Producenta z
wylaczeniem testow bedacych procesami technologicznymi. Etap drugi polega na wykonaniu ponizszych
testow po zainstalowaniu Urzadzen w miejscach wskazanych w punkcie I.

Etap | — testy fabryczne

W ramach testu akceptacyjnego, przed wysylka urzadzenia z miejsca produkcji, zostanie przeprowadzone
sprawdzenie poprawno$ci dzialania wszystkich uktadoéw i elementéw Urzadzen poprzez przeprowadzenie
testow sprawdzajacych wedlug norm producenta oraz nastgpujace testy:

1. Kontrola systemow urzadzenia i potwierdzenie wymaganych funkcjonalnos$ci:

- sterowanie procesami i urzadzeniem przez oprogramowanie;

- zatadunek probek o wyspecyfikowanych rozmiarach;

- dzialanie systemow bezpieczenstwa;

- procedury serwisowe (np. wymiana gtowic montazowych, strzykawek z klejami).

Etap 11

W ramach testu akceptacyjnego zostanie przeprowadzone sprawdzenie poprawno$ci dziatania wszystkich
uktadéw i elementéw Urzadzen poprzez przeprowadzenie testow sprawdzajacych wedlug norm producenta
oraz nastgpujace testy:

1. Testy gtowicy do montazu chipéw z funkcjg podgrzewania:

- Osiagniecie maksymalnej temperatury roboczej

- Osiagniecie nacisku 10 N z doktadnoscig 0.2 N

- Osiagnigcie maksymalnego nacisku 500 N

- W przypadku wyposazenia w opcj¢ gtowicy 1000 N osiggniecie maksymalnego nacisku 1000 N.
- Osiagniecie doktadnosci centrowania nie gorszego niz 500 nm

2. Testy glowicy do montazu chipéw z mozliwosciag montazu ultrakomprasyjnego:
- Osiggniecie maksymalnej mocy ultradzwickow

- Osiagniecie nacisku 10 N z doktadnoscig 0.2 N

- Osiagnigcie maksymalnego nacisku 200 N

- Osiagnigcie doktadnosci centrowania nie gorszego niz 500 nm

Materiaty do testow (kleje, podtoza testowe, struktury testowe) zostang dostarczone przez Wykonawce.

I. Dokladne miejsce dostawy, instalacji i uruchomienia Urzadzenia.

Centrum Zaawansowanych Materiatow i Technologii CEZAMAT, ul. Poleczki 19, 02-822 Warszawa,
budynek technologiczny, pi¢tro 4, lab 4.36

J. Zakres przeprowadzenia instruktazu.

Zakres instruktazu obejmuje:

1) obstugi Urzadzenia,

2) konserwacji technicznej Urzadzenia,

3) przeprowadzenia procesu montazu z wykorzystaniem gltowicy z funkcjg podgrzewania

4) przeprowadzenia procesu montazu z wykorzystaniem gtowicy z mozliwo$ciag montazu

ultrakomprasyjnego

5) wymiany glowic montazowych

6) obstugi programu sterujacego, warunkow bezpieczenstwa, biezacych prac serwisowych.
Instruktaz ten musi by¢ przeprowadzony przez osobe z do§wiadczeniem w zakresie proces6w wymienionych
powyzej.

K. Prawo opcji

Dostarczenie dodatkowej glowicy do montazu chipéw z kontrolg sity nacisku narzedzia w zakresie do 1000
N, funkcja podgrzewania o mocy co najmniej 300W i regulowana szybkoscig grzania w zakresie 1-20 °C/s,
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